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	衢州学院半导体材料与器件微专业招生简章
	“芯”动未来，等你来造！
	一、基本信息
	二、专业简介
	知识目标：
	掌握电子化学品材料的制备、提纯、分析的核心工艺与设备；
	了解电子化学品在集成电路制造、光伏、显示面板等领域的应用场景及前沿动态；
	能力目标：
	具备工艺操作、质量控制、失效分析等岗位核心能力；
	胜任本地及全国半导体材料企业的工艺工程师、分析工程师、研发助理、品质管理等岗位。
	素养目标：
	能恪守工程伦理，严守安全环保底线，养成严谨求实的科学作风、精益求精的工匠精神和良好的团队协作意识。
	四、课程体系
	以集成电路产业需求为牵引，遵循“原理先行、材料奠基、工艺承接、表征验证、器件集成、实训落地”的递进逻
	表1  半导体材料与器件微专业课程设置
	序号
	课程名称
	学分
	学时
	开课学期
	授课方式
	1
	半导体物理
	2
	32
	2026—2027学年第一学期
	线上、线下混合式教学
	2
	半导体材料与加工
	2
	32
	2026—2027学年第一学期
	线上、线下混合式教学
	3
	微电子工艺学
	2
	32
	2026—2027学年第一学期
	线上、线下混合式教学
	4
	材料分析与表征方法
	2
	32
	2026—2027学年第二学期
	线上、线下混合式教学
	5
	现代半导体器件及先进制造
	1
	16
	2026—2027学年第二学期
	线上、线下混合式教学
	6
	材料表征分析实训
	1
	32
	2026—2027学年第二学期
	线下教学
	合计
	10
	176
	-
	-
	半导体物理——透视芯片的“灵魂”。本课程将从原子尺度出发，系统剖析半导体晶体结构、能带理论与载流子运
	半导体材料与加工——探寻芯片的“密码”。本课程聚焦半导体材料的本质特性，系统介绍元素半导体、化合物半
	微电子工艺学——揭秘芯片的“诞生”。本课程将走进集成电路制造的全流程，详细拆解光刻、氧化、扩散、离子
	材料分析与表征方法——装上识别芯片的“眼睛”。本课程介绍如何应用X射线衍射看晶体结构、应用电子显微分
	现代半导体器件及先进制造——驾驭驱动智能世界的“引擎”。本课程深入剖析二极管、晶体管、场效应器件的工
	材料表征分析实训——练就识图看材料的硬功夫。本课程依托学院实验实训平台，动手操作大型分析仪器，真操实
	五、师资力量
	六、招生信息


